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5 carrier zur Aufnahme und zur elektrisclien Kontaktierung von 

vereinzelten Dies 

Die Erfindung betrifft einen Carrier zur Aufnahme und elektri- 
schen Kontaktierung von vereinzelten Dies (Nacktchips) zum Tes- 
10 ten und/oder zum Burnln derselben. 

ublicherweise werden Dies nach dem Back End Prozess, also der 
vollstandigen Montage auf einem Tragerelement (PCB) einem Funk- 
( tionstest unterzogen, dem sich ein Burnln (Voraltem) anschlie- 

;#L5 fien kann. Dazu werden die fertig gestellten Bauelemente in ei- 
nen entsprechenden Carrier eingesetzt. wobei gleichzeitig eine 
mechanische und elektrische Verbindung zwischen den AuSenkon- 
takten der Bauelemente und den Kontakteh des Carriers herge- 
stellt wird. 

20 

Bei der neueren Entwicklung von Bauelementen mit mehrfach ge- 
stapelten Dies lasst sich der Test und das Bumin Miach der 
vollstandigen Montage grundsatzlich auf die gleicbe Wei- 
se durchfuhren, wie bei den Bauelementen mit hur einem Die. 
25 Wenn bier allerdings defekte Dies verbaut worden sind, ware 
hier die Folge, dass dann das gesamte Bauelement weggeworfen 
werden mttsste, da eine Reparatur praktisch ausgescblossen ist. 
^ .U Das ist aus wirtschaf tlichen Grtinden nicht vertretbar. 



30 



Aus dieser Situation ergibt sich die Notwendigkeit, die Dies 
vor dem Stapeln auf einer PCB einzeln zu testen und gegebenen- 
falls einem Burnln zu unterziehen. 

um dies mit mSglichst geringen Kosten realisieren zu kdnnen. 
35 sollten vorhandene Ausriistungen fur Test- und Burnln- zwecke 
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ver^endet werden. Die bekannten Klemm- und Befestigungsvorrich- 
tungen sind allerdings schwer und sehr kompliziert . Fur die 
Kontaktierung von Al-Kontakten (Pads) sind starke Klemm- und 
Federkrafte notwendig. Verbunden damit ist ein hoher Aufwand 
fur das Bestucken und Entladen der Dies. Schwere Carrier behm- 
oem auSerdem die Schnelligkeit der Einbrenn- und Testeinrich- 
tungen. AuSerdem ist ein epezielles Handling und sowie Logistik 
zum Fixieren der Dies wahrend der Bestuckungs- und Entladevor- 
gange auf den KGD-Carriern notwendig. Weiterhin ist ein beacht- 
licher Aufwand erf orderlich, urn die Dies in Bezug auf den Tra- 
ger (Carrier), wegen der hohen Bond-Pad-Dichte, genau zu Posi- 
tionieren. 



Das Hauptproblem ist allerdings das geringe Bond- Pad-Pitch (Ab- 
° -fcl5 stand der Bond Pads zueinander) . wofiir es far den Test und das 
Burnin von Nacktchips keine gangige Losung gibt. Das Problem 
ist hier das Erfordernis der besonders prazisen Positionierung, 
die bis zur vollstandigen Kontaktierung sichergestellt werden 
muss. Oblicherweise erfolgt die Befestigung eines Dies auf ei- 
20 nem Carrier durch mechanischen Andruck mittels eines geeigneten 
Deckels, der das Chip mit hinreichender Kraft in den Carrier 
cariickt. Es darf hier allerdings nach der ersten positionierung 
auf dem TrSger keinerlei Relativbewegung zwischen Die und Car- 
rier, vielleicht verursacht durch Erschutterungen, stattfinden. 

25 

Mit der Erfindung wird das Problem durch folgende MaSnahmen ge- 
lost: ■ 

* Fixieren des Dies mit Vakuum bis dieses montiert ist. 

30 - Eine neue Art yon Deckel ohne Pinjustierung fiir den Gehau- 

semechanismus . 

- Einen neuen Snap-In-Mechanismus . 

- Verwendung von Elastomer-Bumps zur Kontaktierung des Dies. 
Diese Elastomer-Bumps verftigen uber spiralf ormige Goldlei- 

35 terbahnen mit einem Schichtaufbau Cu-Ni-Au. 



o 
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- Realisierung eines Au-Au Kontaktsys terns . 

- Verringerung der Kontaktkraf t von 20 Gramm pro Pad auf 5 
Gramm pro Pad- 

- Ve'rwendung der Redistribution Layer auf dem Chip zur ver- 
5 . ringerung des Pitches und der yorteilhaf ten Kontaktf lache - 

- Einfache Anpassung der Carrier-Gr6Se an die Die-GrOSe- . 
Flexible Anordnung von leitfahigen Elastomer-Bumps als 
Kontaktelement. 

- verwendung gut bekannter, genauer und zuveriassiger ver- 
10 fahren fur die Herstellung der Carrier. 

Der Rem der Erfindung besteht im vakuum-Fixieren des Dies wah- 
r end der Montage und der Demontage, in der Verwendung von 
Q Elastomer-Bumps und der Nutzung eines Au-Au-Kontaktsys terns , wie 

" f#l 5 i n den zugehorigen Patentanepriichen beansprucht. Das Au-Au- 
Kontaktsystem umfasst den Elastomerbump auf den Carrier mit dem 
Au-Kontakt und die Reroute-Layer (Cu-Ni-Au) auf dem Die. 

Es wird eine hohe Positioniergenauigkeit und Halten des Chips 
2 0 wahrend Transport und Meeeung bei gleichzeitigem Ausgleich von 
Verwolbung und Hohenunterschieden im Kontaktsystem durch perma- 
nent eVakuumansaugung und fiachigen mechanischen Andruckkontakt 
erreicht . 

25 Die Erfindung ist notwendig, urn das .Known Good Die'-Konzept 
realisieren zu kSnnen (z.B. fur FBGA, Flipchip, System on 
Board) . 
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Fiir die Montage 7 Demontage ist ein sehr sensibler / praziser 
Loader/unloader ahnlich einem Die-Bonder notwendig, der die er- 
forderliche Prazision beim Load-Vorgang gewahrleistet . Der 
Grund hierftir 1st die Tatsache, dass die sagetoleranz beim ver- 
einzeln der wafer im Verhaltnis zur GroSe der Bond-Pads von ca. 
50 p mit 10 nm schon zu grolS ist. Es muss also die bekannte 
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Die-Bond-Technologie eingesetzt werden, da der Die hinreichend 
genau geguided (gefiihrt) werden muss. „ 

Die Erf indung ermoglicht weiterhin die verwendung des im Back 
5 End vorhandenen Equipment. 

Die Erf indung wird nachf olgend anhand von zwei Ausfuhrungsbei- 
spielen naher erlautert . Die zeichnungsf iguren zeigen: 



10 Fig. 1 a - c: 



eine schematische Darstellung eines bekannten 
Die-carrier, bei dem allerdinga fttr die elekt- 
riscbe Kontaktierung zwischen Die und Carrier 
Eklastomer-Bumps eingesetzt werden, wobei . die 
: erforderliche Andruckkraf t durch einen entspre- 

) 15 chenden Deckel mit Snap-In-Mechanismus erzeugt 

wird; 

Fig. 1 d: eine schematische Schnittdarstellung des Car- 

riers nach Fig. 1 mit eingelegtem Nacktchip und 
einem Elastomerkissen; 



20 



Fig. 1 e: eine schematische Schnittdarstellung eines in 

einem Carrier montierten Dies nach Fig. 1 unter 
Einwirkung einer zusatzlichen Kontaktkraf t ; 



25 



Fig. 1 fs eine schematische Darstellung eines Carriers 

nach Fig. 1 mit verstarktem Basistrager mit auf 
i ' V einem PCB montiertem Nacktchip mit Vias im FCB 

und einer zweiten Metallisierungsehene; 
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Fig. 1 g: eine schematische Darstellung des Carriers nach 

Fig 1 mit einem speziellen Snap- m-Mechani sinus; 

Fig. 1 h: eine schematische Darstellung des Carriers nach 

35 Fig. i mit Offnungen im PCB zur hilfsweisen se- 
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Fig- 2 a: 

5 

Fig. 2 b: 



5 

kundaren Fixierung des Dies mit Vakuum; 

eine Draufsicht auf einen bekannten FBGA- 
C.arrier; 

eine Seitenansicht des Carriers nach Fig. 2 a 
mit FBGA-ahnlicnen Contaktballs mit hoherer zu- 
verlassiglceit, h&here Harte und httherer Tempe- 
ra turbelastbarkei t ; 

Fig . 2 c: den Carrier nach Fig. 2 b mit zusatzl-ichen An- 

saugttf fnungen im PCB; 

Fig . . 2 d: ein erstes Beispiel fttr ein Snap-In FBGA- 

V._^ 4^|;i5 • Package; 

F' 

Fig. 2 e: ein zweites Beispiel einer Die-Package mit an- 

gelenktem Deckel und Vakuumansaugung far das 
Die; 



10 



20 



Fig . 2 f : ©in drittes Beispiel einer Die-Package mit fe- 

derelastiscn eingerastetem Deckel und Vakuuman- 
saugung fur das Die; 

25 Fig. 2 g, h: einen vergrOfeerten Ausschnitt des Carriers mit 

einem Teil eines Hilf swerkzeuges zum Be- und 
, Entstucken, d-h. zum Losen des Snap-ln- 
<^J. ^ Mechanismus (Taper Pin Technologie) - 
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5 carrier zur Aufnahme und zur elektriachen Kontaktierung von 

vereinzelten Dies 

Pateafcansprilche 

10 X. Carrier zur Aufnalune. und elektrischen Kontaktierung von 
vereinzelten Dies (Nacktcnips) zum Testen und/oder zum Burnln 
derselben, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Carrier Kontakte aufweist, die in einem Raster angeordnet 
Q sind, dass dem zu kontaktierenden Die entspricht, dass die 

#!5 Kontakte mit Elastomer-Bumps vers ehen sind, die Goldkontakte 
auf der Spitze aufweisen und dass die Dies mit einer vorgege- 
benen Kraft gegen die Elastomer-Bumps gedrilckt warden. 

J 2 . Carrier nach Anspruch 1, dadurch 

20 gekennzeichnet, dass die , Elastomer-Bumps spiral - 

formig zur Spitze aufsteigende Leiterbahnen aufweisen, die ei- 

nen Cu-Ni-Au-Schichta'ufbau aufweisen. 

3. Carrier nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
25 gekennzeichnet, dass das Die bis zur endgtiltigen 

Montage im Carrier fixiert wird. 

4. Carrier nach Anspruch 3, dadurch 
g e k e n n z e i c h n e t, dass die Fixierung des Dies durch 

30 ein Vakuum erzeugt wird. 

5 . carrier nach einem der Anspruch© 1 bis 4, d a d u r C h 
gekennzeichnet, dass die Andruckkraft durch einen 
Deckel erzeugt wird, der die Elastomer-Bumps nach der Montage 

35 mit einer vorgegebenen Kraft zusammendrtickt . 
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6 Carrier nach Anspruch 5, d a d u r c h 
gekennzeichnet, dass die Andruckkraf t bei 5 Gramm 
pro Pad (Elastomer-Bump) liegt. 

7 carrier nach Anspruch 5 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Deckel als Federelement 
ausget>ildet ist. 

10 8. Carrier nach einem der Ansprtiche .1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen dem Die und dem 
Carrier ein Au-Au-Kontakt realisiert 1st, indem auf dem Car- 
rier Elastomer-Bumps mit Goldleiterbahnen (Spiralen) und auf 
dem Die Re-Distribution- Layer angeordnet sind. 



,15 
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